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半導体デバイスの微細化、高速化の動きはパソコンの高性能

化、低価格化の動きに合せて益々加速化される傾向にある。こ

れに伴いデバイスのウエハーレベルでの特性検査に用いられる

プローブ（検査装置の先端に位置し、タングステンの針を用い

て直接ウエハー上のチップに接触し一個一個のチップの特性を

検査する）も、デバイスの微細化、高速化への対応を強く求め

られている。現状のプローブカードではデバイスの進歩に対応

する事が困難になりつつある。

現在使用されているプローブカードは直径0.08～２mm程度の高弾性バネ材（Ｗ）で作製

された針をエポキシ樹脂で固定した物をプローブカードとして使用している。コンセプトモデ

ル化においては、半導体製造に用いられるフォトリソグラフィ技術を用いて、針に替って金属

バンプと導体微細配線からなる薄膜型プローブカードの試作の結果、今後の半導体デバイスの

微細化高速化に対応可能であるとの見通しを得た。

▲試作プローブカード


